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PATENTE DE INVENCION 

AmMANN. H.H.3S-1-1-1/2-ÍLTS)

PROCEDIMENTO PARA REALIZAR UNA OPERACION DE SOLDADURA 

SOBRE UN 0B3ET0.

WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORATED, entidad 

norteamericana^ residente en 195 Broadway, Nem 

York, New York 10007, EE.UU. de A.

Este invento se refiere, en términos generales, 

a un método para soldadura blanda, por fusión o soldadura 

fuerte. De un modo más especifico, y con relacibn a 

una modalidad de preferencia, este invento se refiere 

a un mátodo perfeccionado da soldadura blanda que se
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caracteriza porque el objeto sobra el nue se realira la operación de :
i

soldadura blanda se calienta a una temperatura apropiada para la ope ' 

ración de soldadura condensando sobre el mismo vapores calientes sn__ 

turados de fluidos específicos, siendo el método particularmente útil 

para realizar*una pluralidad de operaciones simultaneas de soldadura 

blanda, oomo la soldadura blanda"por reflujo o la soldadura blanda 

por ondas sobra una cadena do placas de circuitos impresos. El afeo 

to del invento puede mejorarse interponiendo entre la masa primaria de 

vapor saturado y la atmosfera una masa secundaria de vapor de un sa_, 

Rundo liquido especifico, relativamente barato, para reducir i próoti ; 

oamente eliminar las perdidas a la atmosfera de vapores do la mana 

primaria de vapor. El mótodo y aparato son particularmente Otilas 

para realisar una pluralidad de operaciones de soldadura simultaneas, '

por ejemplo soldadura blanda por reflujo o soldadura blanda por ondas ...
r' - *'-

sobro una oadena de placas de circuitos impresos.

Él presente Invento tiene aplicación particular a operaciones de 

soldadura blanda, fusión o soldadura fuerte que exijan la aplicación ¡ 

de oalor al articulo sobre el que se ha de realizar la operación, pa 

ra elevar su temperatura.

Aunque el presente invento no ha do interpretarse limitado a 

soldadura blanda, sus prinoipios fundamentales so oomprendorón con 

mayor faoilidad en el oontoxto de la soldadura blanda.

Las operaciones de soldadura blanda exijan que los elomanton que 

se han de soldar se oalienten a una temperatura suficientemente eleva 

da para fundir el material de soldadura sore al mismo, protegiéndose 

Aiohos elementos contra la oxidación durante la fase de soldadura.

Tradloionalmente, se ha utilizado el soldador de tipo bio& oono_ 

cido^ depositándose sobro los elementos que se deseaban soldar una 

Oapa de fundentes sobre las zonas de soldadura para evitar la oxida j 

oión durante la fase de soldadura. La tóoniea de soldadura con nolda^j
t
t
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dor no es apropiada a las operaoionas masivas do soldadura blanda ró_ 

pidas en las que. por ejemplo, un solo circuito impreso puado tenor 

muchas oonexiones separadas a oorta distancia que se desean soldar con 

estaño. -

Se ha heoho numerosas sugerencias respecto a mótodos de soldadura 

blanda que mejoran la tácnica tradicional de soldadura con soldador y 

que ost&n adaptados a las exigencias de soldadura blanda en'masa.

Asi. la patente EN. UU. 3.359.13,2 (1967) de Wittmánn describe un 

procedimiento para recubrir con suelda, placas o tarjetas de circui_ 

tos impresos que se caracterizan porque una capa de áoeite de cacabw 

te fíbta sobre un baño de suledá fundida. Una placa de oiroúito, a la 

que se ha dotado de una oapa de fundente, se suspenda cerca de la su_̂  

parfibie del aoeite de cacahuete oaliente y se mantiene sñ dicha posji 

ción para que se oaliente previamente por una combinación dé radiación 

y convección de aire. UespuÓs. la plaoa se hace descender a travós . 

de la oapa de aceite de cacahuate oaliente introduciéndose en el baño' , 

do eúelda fluida donde tiene lugar la soldadura blanda.

Uho de los objetos de este invento as proporcionar Un mÓtodO per 

fecoionado para soldadura blanda, por fusión o soldadura fuerte. p&r_' 

tieularmente para-operaciones en oadena rápidas y económicas.

Otros objetos adicionales de este invento resultaróh evidentes 

en el ourso de la descripción que sigue tomando como referencia los 

dibujos adjuntos y las reivindioaeionos acjuntas.

Expuestos brevomente, los objetoscitados pueden conseguirse ha_ 

oiendo horvir continuamente un liquido que tiene un punto de obulli__ 

oión por lo menos igual a la temperatura a la que se ha de realizar 

la soldadura blanda por fuoión o soldadura fuerte, para astahleeep de 

oatd modo una masa de vapor saturado caliento en equilibrio don el 

liquido hii'viente. int^oduojando en Ion vapores calienten;saturados 

del artloulo que no ha do someter a dicha operación,do soldadura blan
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da, por fusión n soldadura fuerte, conrtnncaudo sdbro dicbd objeto une. 

parte de loo vaporeo saturados calientes para calentar el articulo 

a la temperatura deseada por transferencia dpi calor de evaporación , 

de los vapores condensados al objeto, y llevándose a enhó la &itima 

fase antes de realisarse la operación do soldadura blanda,- por fución 

O soldadura fuerte, o simultáneamente con dicha fase-. Oe un ¡nodo més 

especifico, cuando se sulodan componentes eléctricos a la placa de nn 

oireuito impreso, se elige un liquido no conductor, químicamente es. 

tabla o inerte que tonga un punto de ebullioión por onoima de la tem 

poratura de soldadura. Los vapores del liquido son antioxidantes, y 

el condensado tiene convenientemente la propiedad de "barrer cualquier 

suoiedad del objeto.

Wo obstante, en la próotioa de dicho perfeccionamiento, ocurre 

que algunos de loa vapores saturados del liquido de transferencia 

térmioa se pierden a la atmósfera, donde ol prooeso de elaboración * 

esté abierto a la atmósfera. H1 liquido de transferencia térmica emplea 

do actualmente en la practica de una modalidad de preferehoia de:,es_^ ;. 

te perfeccionamiento es un polioxipropileno fluorado, oomo* el que ven­

de M.I. DuFont de Nemours & Co. bajo su marca registrada. "FK[30N,R5", . 

ouyo liquido eo actualmente muy costoso en les listas de presio ao_ 

tuoles. Por oonaiguiehte, las pérdidas de vapores a la atmósfera ro_. 

presentan una carga eoonómioa contra dioho perfeooionamieutp segén se; 

préotioa aptualmente, por lo que os conveniente reduoir o eliminar'di' 

ohas pérdidas.

Otro aspeóte adicional do este invento es proporcionar una opera 

oión de soldadura blanda a gran velocidad mejorada y eoonómioa para 

plaoas de oirouitos impresos que evita el deterioro por calor de las 

plaoas de los oirouitos impresos aSl oomo de los componentes alóetri 

eos sehsibles oolooados sobre diohas picoas, y que reduce o elimina 

préotioamente la pérdidas de líquidos de transferencia tórmica roiat¿ !
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vamente costosos a la atmásfora.

Refiriéndonos ahora a loa dibujos, donde los números iguales re 

presentan partes samejantes en las Figs. 1-4 y en las Figo. 6-7, rec_ 

pectivamentc*

La Fig. 1 representa esquemáticamente una vista parcialmente en

seccián, en alzado, da un aparato para poner én práctica el presente
.

Invento sobre un solo objeto o un lotedo objetos. -

La Fig. 2 representa esquemáticamente una vista parcialmente en 

seooi&n y en alzado del aparato para poner en práctioa el presente in

10. vento sobre una cadena de objetos en oontinuo movimiento.

La Fig. 3 representa esquemáticamente euna vista parcial en se__ 

cciány en alzado del aparato en el que una cadena de objetos en oontl 

nuo movimiento se suelda por ondas según el presente inventé.

La Fig. 4 ropresenta una vista en planta del abarato dp laa Figo.

15. 2 y 3.

La Fig. 5 representa esonemáticamente una vista seccionada parcial 

mente y en alzado de un aparato para poner en practica el presento in 

vento sobro un solo objeto o una partida de objetos.

La Fig. 6 roprosonta esquemáticamente una vista paroiaímento en .

20. seooián y en alzado deí aparato para poner en práctica el presente in" 

vento sobro una ceden.. de objetos en continuo movimiento.

La Fig. 7 representa osauemátioamanto una Vista seccionada paPoial 

mente y en alzado del aparato en el que una cadena de objetos en oontl 

nuo movimiento se ailcda por ondas según el oresehto invento.

2$. )¡!n la modalidad ilustrada on la Fig 1, el recipiente 1 está pro. 

visto de serpentines oalentadores 2, de funcionamiento preferentemente 

oláotrioo, adyacentes a su extremo inferior y serpentinás de enfria_ 

miento 3y que reoiben medio refrigerante circulatorio desde úna fúon

..... 30.

to no ilustrada, adoy acentos a su parta superior. Los Serpentines ca 

lentadores 2 pueden auplemontarso con una fuente externa do oa-1.or apli

** * '



oado al recipiente 1 , por ejemplo una placa caliente(no ilustrada). -1 

líquido de transferencia térmica 4 se introduce en el recipiente. 1 hasta 

el nivel indicado y se pone y mantiene sn su punto de ebullición por mei_. 

dio de loa serpentinas calentadores 2. Loo vaporeo calientas satura^po 

procedentes del líquido de trnnaferencia tórmica. hirviente, 4 ;ÍlÚná el re' 

ciplénte 1 bosta aproximadamente el nivel do los serpentines enfriadores' 

3, cegdn indica esquemáticamente la línea imaginaria 5y 'eóndenasndo -di

ches serpentines enfriadores 3 el vapor a este nivel y deHagCandor?-.! el. 

condenando de nueve a la parte inferior del rscipionto 1. tos vaporea ct\ 

liontos saturados, segRn so verá más adelante, son más densos que él ai__ 

re y este hecho, junto oon la acción do los serpentines enfriadores 3̂  

sirvo para mantener el nivel superior de loa vapores calientes aaturad os 

en un punto que no está por encima del nivel aproximado de la línea ima^ 

binaria 5 y, por lo t nto, se evita quo los vapores calientes saturados 

0 onalquier parte substancial de loa mismos escapen del recipiente 1. !

La modalidad de la Fig. 1 (asi oomo las modalidades do laa pfg.. 2_ 

y 3) as comprenderán mejor oon rolacción a un ejemplo éspecífíoo de una^- 

placa de olrculto.improso 6 que lleva montados para efectuar soldadura, 

blanda de varios componentes elóctricos (no ilustrados). Hl critnrio.que 

se sigue para elegir un líquido do' transfor-nOia tórmica primario 4 para 

esta operaoión es !

(a) i!s neoeoario, para esta aplicación, que el liquidó do tranáPa__ 

rancia tórmiea primario 4 tenga Un punto de ebullición por lo menos 1_ 

gual, y preferiblemente superior, al punto de fusión de la suelda. Rs . 

muy conveniente que el liquido do transferencia tórmiea 4 tenga-un pun_ 

to de ebullición perfectamente definido para poder controlar mejor, el " 

woooso de elaboraoión; por osta razón el líquido do transferencia tór_ 

mioa 4 debiera ser un material do un solo componente, en lugar de sor ¿ 

componentes múltiples^

(b) Ms muy conveniente, para esta aplicación, que al líquido de tra
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nsferoncia térmica no sea oonductor eléctrico.

(o) Na muy conveniente, para asta aplioacián, que loa vaporas oatiep 

-tea 8aturadoa procedentes del líquido de transferencia térmica 4 sean an 

tioxidantes, químicamente estables e inertes, no.tóxicos,, incombustibles 

y relativamente más densos que el aire.

(d) Es muy conveniente, para esta aplicación, qué el líquido dé tra_

nsféirenciatérmipa.tenga un calor latente de éya^récián rél^titamonta, ê 

levado#. . .

(e) Es muy conveniente, para esta aplioación, que los vapores oalien 

tes Saturados^ cuando' sé condensan, tongan capacidad para doseá^asar uñ . 

objeto o cápaoldad de arrastrar o barrer del objetó la suciedad adherida*

a la superficie. '

Ihm vez que el líquido de transferencia térmica 4, oumpííéhdr. cbn ií 

expuesto en los puntos anteriores, se han producido éñ el recipiente"! y 

ha alcanzado su punto de ebullición por medio de los sew&t&ey^^aí^a^:* 

tadores 2,' para mantener de este modo !^¿otiea!aante' 4ióho;- 

lleno de vapores saturados, la placa de oircüito'-impreso -ó^*;o^-tósi/dón^'s 

ponentes eléotricos(no ilustrados) mondados sobre la mismaipá^a.ofoqtÚR^': 

soldadura blanda y estando provista de una manera eonccida'de pl&nti%as -, 

omáscáras según sea necesario, se suspende por.medio- del elemento 7 en*; * .: 

loe vapores oaliontes saturados en el recipiente 1*. lóá.'ya^^é^'-<^ieata4/ 

saturados so condensarán sobre la placa de circuito impreso 6, desprenj_ .*; 

diendo oalor latente do ovaporación que absorbe la plaoa é Rastá quq la* 

temperatura de la plaoa 6 aloanza la tompératura del v á ^ r  Jaatiurndo que 

el punto de ebullioión del líquido de transferencia térmídá 4 y oue,: 

seg&% se mencionará más adelanto, es por lo monos igual, y*-préiieribteme&' 

te suporior, al punte de fueién de la suelda. La placa 6 alcanzará lé ter: 

peratura del vapor oalionto saturado de una forma relativem.ohté. rápida,. 

porque los ¿oefieientos do transferencia térmica para los procesos de opr í * 

densaoión se encuontran entre los más elevados conocidos de.cualquier mo



do do transferencia tÓMaioa. A dicha, temperatura, la. suelda sé fundi¡_ 

r& o refluirá para efectuar la soldadura de los componentes elÓctri_ 

oos a la placa del oirouito impreso 6.

B1 elevado régimen de trnnsferenoia térmica desde los vapbres oot

densados hasta la placa 6, que permite realizar la operaoióá'de.sóida
,, ' ' ' ' . ' ' ' - ,, 
dura blanda rApidamente, da por resultado una exposición de duración :

relativamente oorta de la placa 6 y los oompohentea eléctricos unidos

a la temperatura de soldadura blanda, por lo tanto, evita el deterio_;.

re por calor de dibha plaoa 6 y de los componentes elóotricós, que de.

otro modo podría ocurrir oon una exposición mAe prolongada a dicha

temperatura elevada. Con una oapaoidad de generación de vapor adeoua^

da del aparato ( y se comprenderá que loa serpentines caldniadcrés

y lo* medio# auxiliaras de calentamiento como es la pláea óaiishté, '

si se empleen,, tienen el temado necesario para podar mantener al hiifsl

Asi vapor calienta saturado hasta aproximadamente - lá 'll^áijisá^^
' - ' ' ' ..' '"'.'i;' ' ' '.-'.''"-'"V'.:

3 ouaado la plaoa 6 se introduoe en dioho vapor oaliente a a t ^ ^ ) ,  , '

los tiempos de soldadura puedan ser dsl orden de aproximadamente de

3" oon placas ligaras normales y oompoenetes de bajá

mica hasta aproximadamente 40" con plaoaa gruesas normál'és¡^S;Compó¿. ;

nentes oon elevada oapaoidad tórmiea. Los vapores qué se pondensan s¿

brs la placa de oirouito impreso 6 so desaguarán de nuevo 'en', la masa

de liquido ds transferencia tórmiea 4 en la parte inferior del reo^/!

piante 1 y, al háoerlo asi, pueden disolver o arrastrar grasa o sucie?

dad, o materia, que pudiera snoontrarss sobre la placa dé oirouito

preso 6. Se observará que si liquido de transferencia tórmiea 4 so ^

destila continuamente que no permanecen contaminantes, no
' ' ''..¡si . .

la masa ds liquido 4, y que los vaporas que se oondensan eobra.la 'pia' 

ca 6 son relativamente limpios. Los vapores. oali*nt*a'''aa#a¿3iá^ 

ser antioxidants, pueden eliminar algunos oasos la necesidad de 

pisar fundente en la plaoa da oirouito impreso 6. Despuóp que lá aUS^
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da. se ha fundido o refluido, la placa do oirouito impreso 6 puedo .re ¡ 

tirarse del recipiente 1 y enfriarse. , i,

Aunque la operaoién descrita anteriormente con relación a la Fig. ' ^

1 se h¿ "basado en la soldadura blanda de úna placa de oirouito impro 

so 6, se comprenderá, que una partida de placas de circuito impreso 6 

puedo introducirse de .una vez en el reoipiente 1 para estaRoscldadura: 

simultánea. *

Para ostañosoldar componentes eléctricos a una placa de circuito 

impreso 6 empleando suelda por fusién a 182,2^0, so elige el liquido 

de transferencia térmica 4 convenientes del grupo de 'líquidos conocí 

dos genéricamente como fluocarburos, oomo es el polioxipropiléno ' 

fluorado. Dioho liquido puede adquirirse de E. I. DuPont da'Neumors&.

Co, oon la maros, registrada "FKEON B5" y tiene las propiedades not;¿^ ' . 

bles siguientes! punto de ebullioién a prosién atméaferióa- 224^230/, 

resistividad oléctrica-superior a 4x10^ ohmios-om, constante.dieléq^.l 

trica -2,45. palor latente de avaporaoién - 46, 4JÚlios/gramos,.dansi. 

dad del vapor saturado ál punto de ebullioién y a prosién atmésferiba 

- 0,023 gramos/om y químicamente estable, inorte, no téxico, incom_ 

bustible. Otro liquido de transferencia térmica apropiado'se -puede-ob 

tener de E.I. DuPont de Neumours oon la maroa M g i s j h r n d x ' j W S O H }; ra­

tita* -law- propiedades notables siguientes! punto de ebullioi$n á pye 

sién atmésferioa-193, 8'0, resistividod eléctrica^suparior a 4 x l Ó ^  í'' 

Ohmios-om, oonstanta dieléotrioa- 2,50, oalor latente de pvap'oracién'. ' 

-52,4 julios/gramo, densidad del vapor saturado al puntó de .ébuíli^ 

oién y a prosién atmésfqrica -0,022 gramos .y -

ble, inerte, no téxioo, incombustible.

El aparato¡segán se ilustra en genoral en la Fig. 1 funcioné oon ¡ 

éxito seghn el presente invento. Una jarra de,%rex de aproximadamen .'¡ 

te 30,5om do diámetro y 45,7em de altura estaba provista doyósientadó 

res de inmersién de 500 W suplementados por una piaba oaliente, de I6OO
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W, y un serpentín de cobre refrigerado por agua, da ^ espiras so ,̂ olô . 

oó en el interior de la jarra alrededor de la clrcu^feronoiaen ld-p&r 

te superior para condensar vapores, teniendo el serpentín una tém^e^, 

ratura del orden de 49,71^0 proporcionando de este modo uná zona de 

vapor por encima del fondo de la jarra aproximadamente 31,8cm* Se 

introduzoo FREOÜTB $ liquido de la jarra para cubrir los e^léntadorés % 

de inmeraiÓn hasta una profundidad apropiada y se puso entonoee a.su 

temperatura de ebullición, llenando de este modo, la ljarra con los Va . 

pores calientes saturados de FRHONK5. Una placa de cirouito impreso 

10. de capas múltiples, oon plantillae de suelda y fundente apropiado¿

se introdujo en los vapores calientes saturados y se mantuvo en diqha:- 

posioión hasta las plantillas o formaciones de suílda ae^j^m^ioró^ 

y efectuaron una eoldádura de los oomponontea '-éióotrioosd'n.^mr pl'ao*^ 

de oapas m&ltiplee. Se obtuvieron conexiones soldadas.de.qx$eienté - 

1$. calidad.'' , ' !

Se comprender! que! le- modalidad de la Fig. 1 se puede iitiliz^ V 

sin modifioaoión, para'efwctuar fusión de suleda sobre''.u^^3É^¿:.'^^ 

plaoa con la eapa de. apelda para Afusión recibió de fundente y', s impla ' 

mente se introdujo entonces en los vapores calientes #atú^sÁo4-.'y ssl;.̂  

20. mantuvo en los mismos hasta qus se oalento por wndenm.MÍ^de..%d#*

vapores, fundiéndose las capas de suelda a la temperatura de ios 

poros oalientes.' .,

Se comprender! ademós que lae modalidades de la Fig. l isb'.^ 

utilizar para soldadura fuerte, sin otra modifioaoión qué flWtde;'ei^/ 

gir< un liquido de .transferencia tórmica apropiad).'-4#' 0li¿%aua6ae¡* ^ 

eho liquido de transferonoia tÓrmiea 4 oon w-¡punto*. do'.-e^^o^^''q 

por lo menos igual, y  preferiblemente superior^- a la- 

soldadura fuerte. Las partes que se han de soldar se oyA'?.̂ 4...

los vapores oaliontes saturados hasta que tiene lugar la-;áol^&r^'¿J 

30. En la modalidad de la Fig. 2, el réoipiente;8;est! provisto dé - ;;

M; h

i'"

r t í* <
. V. ̂ ,
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conductos de entrada y salida 9 y 10 en sus extremos opuestos. Los ser 

pentines de enfriamiento.11 y 12 están previstos en los conductos 9 y 

10, respectivamente, seg&n se ilustra, y reoiben medios refrigerantes 

circulatorios desde una fuente no ilustrada.

El dispositivo transportador 13, destinado a transportar los obje, 

tos 14 que se han de soldar oon soldadura blanda, por fuai&n ocon sol__. 

dadura fuerte, introduciéndolos y sacándolos del reoipiohte 8, atrávie 

sa el serpentín enfriador 11 y el conducto de entrada 9 al interior del 

recipiente 8 y sale a travos del serpentín enfriador 12 y el eonduoto 

de salida 10. Se utilizan medios de tranSmiPi8a, úó ilustrados, para , . 

mover continuamente el dispositivo transportador 13 introduciéndolo: y  

sacándolo del reoipiente 8, y se utilizan medios de galas¡normales,¡;no : 

ilustrados, para guiar el dispositivo transportador 13 en.'ei 'trayeeto- 

desoado. "'* i * /  ')'**

Para poner en práotioa la modalidad de la KLg. 2, el liquido dé ' 

transferencia térmica 4) eoeogido seg&n los oriterios y.conveniencias . .

indioados anteriormente, oon relaci&n de la modalidad de la Pig^ 1, se* \* 

introduoe en el reoipiente 8 hasta el nivel indioado y se 'p̂ ñe' y. ! 

mantiene a su punto de ebullioi&n por medios dé los sárpantihés cálen 

tadores, 2, manteniendo da este modo el recipiente 8 lleno de vapo-." ' 

res calientes saturados hasta un nivel seg&ñ indican en general la lí_ 

noa imaginaria 5* Los objetos 14 se colooan sobre el dispositivo i t r á ^ .  , 

portador 13, que Renueve en la d i r e o o i & n - i n d i o a d á s - . ^  

Los artioulos 14 se introduoen en los vapores oálientas s^turádos, sé 

oalientan por oondensaoién de los vapores al punto de ebuíliói&n del 

liquido de transferencia térmica 4 y se prodvoe la soldaduraiblánda, 

por fueiSn o soldadura fuerte, después de lo cual lop objetos *14 se 

transportan saoahdolos del reoipiente 8 sea suficiente pa¡pa permitir 

que tenga lugar la operaoi&n deseada de soldadura blanda, por fúaidn - 

ó soldadura fuerte. La modalidad de la Fig. 2 es partioulárménte id&nca

 ̂é *
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para operaciones de soldadura por reflujo rápidas, en cadena, sobre 

una linea continuamente en movimiento da placas da circuito impreso 

o similares.

La modalidad dé la Flg. 3 que es particularmente id&nea para o_ 

peraciones de soldadura blanda por ondas en cadena sobre una linea 

continuamente en movimiento de placas de circuito impreso o"áimilares,, 

es semejante a la modalidad de la Fig. 2, pero se ha aKádido una pared; .. .. 

o rebosadero 15 que limita a una onda o manantial den suelda generado , 

de una forma normal seg&n se indica esquemáticamente. Be pitan ájonr ' 

píos de ondas o manantiales de suelda por ejemplo en la patente RE. ,

UU. 3. 536, 243 (197Ó) de Higgins, patente KE.UU. 3.612,368 (1971) de ¡ 

Wagener y patente ES.UV. 3,726,465 (1973) de Boyton. Se comprenderá.. . í 

que, pn una onda o^manantial de suelda, la onda 16 dé ñauoMa.fundida ¡ : ^

-se proyeota en sentido asoendente m&s alié de la estAotura^adyaceáte, j: -
' '.' i ' . . * i ¡

seg&n se ilustra esquemáticamente ai la Fig. 3i : ' .J ;'!

Para poner en pr&etioa la modalidad de la Fig. 3, una .oR^ Í6 : ,

As suelda fundida ss establece y mantiene preferiblemente a una.tempe < 

ratura por enoima del punto de ebullioion del liquido de tî aasgereríê a..' 

térmica 4, que, a su vez, es superior al punto de fusi&n de la- sñieÍASí.̂

H1 dispositivo transportador 13 se muevo en la 'direoúi&n - indLiípad# po^; =- ̂'¡ 

las flsohes, y los objetos 14 que se han da toldar por ondam bp} oolb^ 

oan sobra el mismo. Cada objeto-14 entra en el recipiente 8 a través, 

del ooaduoto de entradas a la temperatura del ambiente, y eR ônoe#-; 

se prsoalienta por el calor latente do la opomci&n do los vapbres' 

oalientes saturados que se oondensan sobre el mismo a una temperatura 

superior al punto de fusi&n de la suelda. Este precalentamiento hace 

que oualquier oapa de suelda sobre el objeto 14 se funda para éfeo_ ' ; ' 

.fuer la fusi&n de la suleda que ae desea. El objeto precaíentado 14 . 

penetra éntonoes en la onda 16 de suelda fundida y se produce .la o p e ^ ^  - 

oaoi&n de soldadura. Se observará que la onda o manantial do sueíd^ '

í' .

í'..
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se emplea para aportar Material de soldadura, al objeto 1/] y no calor, ;

por lo que se puede controlar mejor el prooeso porque al calentamiento j

y abastecimiento de material de soldadura por procesos separados. De 3̂
/ ' ' . . .  * 

puás ^ue el objeto 14 sale de la onda 16 la suelda sobre el mismo,.in

oluyendo la suministrada por la onda o manantial de suelda permanece

fundida y, por lo tanto, puede fluir debido a la tensi&n superficial,;

para reduoir de este mido al mínimo los defecaos de soldadúra. W1 ob_

jeto sale del recipiente 8 a través del serpentín enfriador 12 y el

conducto de Salida 10,. deapu&s de lo oual la soldadtira se congela y

solidifioa. Como variante, se podría elegir el liquido de transferencia

térmioa 4 oon un punto da fusién de la suelda. ?¡n la préotica do la

modalidad de la Plg. 3 con dioho liquido de tmnsferenoia' térmioa 4,

el objeto 14 se precalontarla por el vapor saturado oaíiante y r'^spués

se oalentarla a la temperatura deseada por la onda dé suelda 16 en la

que tiene lugar la soldadura. Se observará por las Figs.l-4que las -

operaciones desoritas anteriormente, en las modalidades preferentes,

se llevan a oabo a presión atmésferioa, o pr&ctiOemente a ;rési.3n atnsbst

fénica. K1 presente invento no queda limitado a la operación a presión :

atmosférica y puede realizarse a presiones inferiores ó superiores a.

la proaién atmésferioa, eligiéndose el liquido de transferencia. tér_

mica 4 con un punto do.ebullioién a la presión elegida de óperáaién

pon lo monos igual ala temperatura a la que se ha da realizar la opanĉ '

oién.

Mn la modalidad ilustrada en la Fig. 5, el recipiente 5 1.fot, 

abierto a la atmosfera, estn provisto de un serpentín calentador $2, 

que púode funoionar por ejemplo eléctricamente, adyacentela su extrja 

mo inferior) un juego primario de serpentines enfriadores $3 interme_ 

dios a la parte superior y fondo del recipiente 1 y que reoiben medio 

refrigerante oíroulatorio de una fuente no ilustrada, y un juego sê _ 

OUndario de serpentines enfriadores 54 adyacentes a la parte superior
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de loa recipientes 51 y que reciben medio refrigerante circulatorio 

desde una fuente no ilustrada. El juego secundario de serpentines ewj 

friadores 54 funoiona a una temperatura baja que ol juego primario de 

serpentines enfriadores 53*

El serpentín oalentador 52 puede estar suplementado por Una fuen 

te extema de calor aplicada al reoipiente 51 y por ejemplo una placa 

oalionte (¡no ilustrada). ' ' , ' ' ;

Alrededor da la perfória interior del recipiente 51, inmediatez . 

mente.por debajo del juego primarle de serpentines enfriadores 53, sd' 

monta una oubeta primaria 55 destinada a recibir el. oqndpnsado .que éo¡ 

desagita del juego primario de serpentinos enfriadores 5 3 y  para áeq_ 

cargar -íicho oomdensando a la conducción 56 nrovista de yólvulas en ¡ 

comunicación oon lá parte inferior dol recipiente 51.

Alrededor de la pórifóiia interior del reoipiente $1¿ inmediata ! 

mente por debajo dél juego seoundarlo de serpentines etfriddqras 54-r'; ' 

se monta una oubeta secundaria *57 deatinada. a'rsodíir- 

que se dcsagHa dol juego secundario de serpentines enmaderas 54 y ! 

para descargar dicho condenando en la conduoción 58 provista: de v^luuj 

la en oomunioaolón oon la cubeta primaria 55. ' - ' -

Una mesóla de dos líquidos, elegidos aegtbn se descr,íbir& mÓ8 a%j 

lante, se introduce en al recipiente 51 hasta un nivel iñdicadiBÍ' 

modo general por el n&moro 59 y se pone y .mantienen, en' 

medio del Borpontínoálantador 52.

Uno de los dos líquidos es un líquido de transferencia tóMioá z - 

primario que se cafaotori^a por tenor las'propiedades generales.si_ : 

guientas! ! ... ... ^

(a) MI líquido primario puedo tener un punto de ebuiláqión a. p.r^ 

sión atmosfórioa por lo menos igual, y  preforibljemente7^^r^e¿^^'j 

á la temperatura nooesaria para la soldadura ( o fusión o *spMaduro:? 

fuerte)^ v.g, en una operación de soldadura, este punto de ebullición;

* -1.- '* *' '['.

-

'< T

i  - * ''...
. - . ;
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es por lo menos igual, y preferiblemente superior, al punto de fusión ' 

de la suelda empleada en la operación. '

(b) üü liquido primario debe producir un vapor saturado que, p^ 

ra las modalidades descritas en la presento menoría, sea m&s denso 

qu^ el aire a presión atmosférica. !

(o) 151 liquido primario ha de tener convenientemente un punto de 

ebulliói^n muy definido y virtualmonto constante p̂ .ra poder controlar 

mejor el prooeso. \

(d) 151 liquido primario ha de producir convenientemente ;ún vapor- 

saturado que sean antioxidanto, químicamente, estable e inarte, notó_^' 

xioo e incombustible. r

Adem&s de las prápiedades generales indicadas anteriormente, 

ouandb el procedimiento se emplea en un articulo como puede ser una ? -

placa da clrouito impreso que 11 va montados para soldadura diversos' ' 

componentes eléctricos, es conveniente que ol liquido primario no 

sea eléctricamente conduotor. ;

B1 otro de los dóp líquidos os un liquido seoundarió ̂ quó éo ca_ : 

raoteri^a per tener las propiedades siguientes!

(a) el liquido secundario debe tener un punto'dd ebullición a r

presión atmÓaforioa menor que el liquido primario. .

(b) El liquido seoundario puede producir un vapop qUe,!pára las

modalidades de saritas en la presente memoria, sea menos dénso ia pre 

eión atmósferioa que el vapor saturado procedente del;ÍÍquido plumario. 

at asta presión, y m&s denso que el aire a esta ¡presión y ¿ la níism^ - 

temperatura. ' ;-

(o) Es conveniente que el liquido secundario no forma un ácaotM 

po oon. #1 liquido primario. -

(d) El liquido sóoundario ha do produoir. convonienteménto ̂ un vá - 

.por saturado que no abstenga un elevado contenido de Humedad én equj^ ¡ 

librio. ' ' y'-'
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(e) el líquido secundario ha do producir convenientemente un vapor 

saturado que sea antioxidonte, químicamente estable, no tóxico a incoñ_ 

bustible.

Además da las propiedades generales indicadas anteriormente, cuando 

el proceso se emplea en un objeto como puede ser una placa de circuito 

impreso que lleva montados para soldar diversos componentes oláotricos, 

el liquido seoundario no deberá sor eláotrioamonte conductor^' . i

Cuando se ha puesto en obullioión la mezcla de líquidos primario y 

secundario, el líquido secundario dé punto más bajo da ebullición, sin 

formar acootropo, hervirá en primor lugar, y loo vaporée saturados del 

mismo, que en adelanto so denominarán Vapores seoundarios, llenarán el 

rooipionte 51 hasta un cierto nivel, dependiendo de la cantidad do lí^ui 

do secundario de la mozola líquida, Oospuás de haber hervido él, liquidó,, 

saouhdario,, el liquido primario restante se oalentará más por medio déb 

serpentín oalentador 52, hasta aloanzar su punto da ebullicián, despuásí 

de lo cual el líquido primario hervirá y producirá vapores qálientes -'sa, 

turados que en adelante se denominarán vaporea primarios Ál'Ser'máS^ y, 

densos los vaporea primarios que los vapores secundarios, puesto quelos 

vapores primarios se forman y ascienden dentro del recipiente 31* los 

vapores seoundhrios más ligeros serán empujados asoendontomente en ol 

oípiente 51 por diohos vapores primarios. Da hecho, los va%rás soounda^ 

rica se estratificarán de una forma estable y flotarán sobre les vapb' í 

res primarios formando úna manta de pavor sobre los mismos. Laapropor ¡ 

oiones de los líquidos primario y seoundario en la melóla se eligirá, ' ' 

y determinará por la geomátria del reoitiente 51, los lugares que opu_ -i 

pan los juegos primario y seoundario de sorpontines enfriadores'53 y ¡ ¡ 

54) raspsotivamente, en dicho reoipiento 51, t el espesor deseado dq la;' 

eapa de vapor seoundario sobre el vapor primario. Í!lspeolfi0<^ente^ ¡las í 

proporcionas de líquido'primario y seoundario en, la mazóla &  i eli^nj;< 

de forma que, en ún puní¡o de equilibrio dsspoásí.'do 'i)Rei's&';sÍ3j ^ ó ^ ^ A

-

.3

i
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seg&n ae ha. descrito anteriormente, exista en el recipiente 51 uná-. ' j 

masa de vapor esencialmente primario caliente saturado, cuya parte áu' 

porior se encontrara aproximadamente ál nivel indios do osquem&ti oâ _ 

mente por la linea imaginaria 60 que so extiende a trovas del juego : 

primario de serpentines enfriadores 53! tambi&n existirá una mááa do! 

una mesóla de valores primario y seoundário que se atiende desde el. 

nivel indicado esquemáticamente por la lineá imaginarla 60 hasta un 

nivel indicado esquemáticamente pór la linea imaginaria ¿l? también 

exlstiraá. una masa de vapor esencialmente seoundário saturado que se 

extiende desdé el nivel indicado esquemáticamente per la linea imagt ; 

naria 6l hasta un nivel indioado esquem^tióamenté pdr la linea imâ _ 

ginaria 62 que se extiende a travos del segundo juego de serpentines t 

enfriadores 54. . f ' -

Hl juego primario de serpentines enfriadores 53 se mantiene a 

una temperatura inferió? a la temperatura de Condensación dél vapor 

primario (v.g, por debajo del punto de ebullición del liquido prima 

rio), El juego seoundário de serpentines enfriadoras 54 Se mantiene 

a una temperatura inferior a la temperatura de oondónSácián del va _ ' 

por seoundário (v.g,.por debajo del punto de ebullici&náel liquido ' 

seoundário.

' El condensado que: desagita de la superficie del juego primario . 

de serpentines enfriadores 53, esencialmente liquido primario, se 

roooge en la cubeta primaria 55 y ae devuelve.a la parte inferior 

del reoipiente 51, por encima del nivel de liquido 5 9 a  travóé de oon 

duoto 5^* . '

El pondensaao que desagtfa de lat superficie de juego secundario 

de serpentines enfriadores 54) esencialmente liquido secundario , Se , 

recoge en la oubeta ssóondária 57 y ae dévuolve por-el oó^duoto 50 

¡a la enveta primaria 55 en la que vuelvo a hervir y se vueivája svá* 

porar y retorna como vapor secundario a la parta suprior del.rooipicn
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te 51# La nueva ebullición se produce porque el condensad*)* d'e*. liquido í'i

primario procedente del juego primario de serpentines enfriadores ;*33<'] -J; 

está a una temperatura superior a punto de ebullición <íql líquido.

ndario. "' - -

MI vapor primario saturado caliento os más denao que él aire y oou¡ ¡r 

pará la parte inferior del recipiente 51 por encima'dél,;Í'íq.úido*5^¿; Rí*í 

.vapot -secundario saturado es más deneo q.ua - e'l aire -̂ eroj máá^ig<^/qú^:'.^-.' 

el vapor primario, en las condiciones da funoionámiénto, .yrooupará;.i&'5.' 

parto superior del recipiente 51 por encima de la masa' de" vapor "'* *.y'

rio oaliento'saturado, hasta el nivel indicado esqudmátiópmehtepór i f \ ' 

las lineas imaginarias'62. ¡..-'''i.;-'-.

Por lo tanto, se observará que en niiigúá momento sá-'^dúós.-un^;

sona interfaeial entre la masa de vapor prim&ris-'saitwado^ y%¿, 

fera. Por el oontrario, la masa de vapor se.cúndar%ó .sat^^ 

mo barrerá o tapa sobre 1a masa, de vapor primario;

por consiguiente, reduce o elimina 'práctioamé)^é^cual'^ér.;^§$^^^,

que pudiera tener el vapor primario oaliento saturatto a a í a - "

atmosfera. Entonces so comprenderá que si ol líquido primaria es-rala'

tivamente más caro si so compara co el líq^do^setOundaá^-Oy

ción de la masa de vapor secundario saturado sobre la masáídá vapor

primario caliento saturado, que actúa para reducir o

oamente las perdidas a la atmósfora de vapor primario

derablemente el coste de explotación do una isústálae^Ú" '.q^!',i^bq^óa^,^

fluidos condensables para calentar artículos por condeám^í^n'^sóbat^^:"

los mismos. Lógicamente, se producirá alguna pórdida; de vápq^ auó^d^J

rio a la-atmósfera a travós de la zona interfaoial del yapor secunda^ ;

rio y el aire. Cuando, según so ha indicado anteriormente^ jel' li^uidq ^

secundario os más barato que el primario, ásta pór¿lidano.,có¿a%íWuirá ;

w a  carga eccnómioa tan grave como la pórdida de vapor. i^íma)Ká)''*y¿^

algunas oircUstanoias puede ser el ahorro muy importante. PM^. compón ;;

s t

' . .. ,

: *' ',*

" ' 1 ' ^

'' - ?. . .

. . -t : ' ,=- - *. *
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sar las perdidas d^ vapor secundario a la atmósfera, se conecta un Jopó 

sito de compensación 63 que contiene un abastecimiento 14 de líquido gn 

eundario para compensar a través del conducto 65 á la cubeta primarla 

55. El líquido secundario de compensación alimentado a la cubeta primári 

a 55 hierve en la misma por el condensado de liquido primario^ El con_ 

duoto 65 está provisto de una válvula 66 para regular el flujo dé líqui 

dos secundarios de condensación a la cubeta primaria 55- La válvula 66 

puede sor una válvula de rotulación.que funciona de uAa forma conocida ; 

para los expertos.en la materia mediante sensores que detectan una ceí j 

da en la elevación do la parta superior de la masa de vapor seoundário 

o mediante sensores que detectan cambios on la concentración de vapor 

secundario en la parte superior del recipiente 51-

A continuación se describe el funcionamiento,do la modalidad de la 

Fig. 5 de un modo espeoífieo con relaeolón a la soldadura blaqda. bas__ 

puás que laB masas de vapores primario,y secundario se han establecido 

en el reoiplente 51 según se ha escrito anteriormente,.el.óbjáto 67, ;

que puede sep por ejemplo una placa de circuito impreso con componentes 

eléctricos montados en la misma para soldar y provistos de suelda, con 

una configuración previamente fijada o de posición de una manera conocí 

da, se hace descender en el recipiente 51 a través de la masa de vapor 

secundarlo a la masa de vapor primarios saturado caliente, ppr debajo 

del juego primario de serpentinas enfriadores 53 y mantiene'en sus^ 

pensión en esta posioíón según se ilustra en la Fig, 5. Los vapores prjj 

marios saturados oalíontes se condensarán sobre él objeto 67 dando ca _- 

lor latente de evaporación para calentar el objeto 67 hasta.que la teip_ 

peratura del objeto 6? se aproxima o alcanza la. temperatura del veror 

primarlo saturado, que es el punto de ebullición del liquidó de trans_ 

farenóla térmica primario y, que, según se ha mencionado anteriormente, 

es por lo menos igual, y preferiblemente superior, al puntó'de.fusión:^ 

del material de soldadura empleado para la operación* El objeto 67 so *
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aproximará o alcanzará la temperatura áol vapor primario saliente oatu_ 

rado de una formó relativamente rápida, porgue los coeficientes de tro¡_ 

nsforencias tármioss para los prooosos do condenaaoidn sa encuentran en 

tre los más elevados conocidos para cualquier modo do transferencia tór 

mica, dospudo de lo cual la suelda so fundirá O: refluirá para efectuar: 

la operación da soldadura del articulo 6? (v.g, para efectuar la sol.)a_ 

dura do loa oomponontes eláctrioos a la placa de oircuito impreso).:

El. elevado rágimen de transferencia térmica desde el vapor primaria 

oaliente saturado de condensación al articulo 67, que permite l a r e á H  

saoión de la operación completa de soldadura rápidamente, da por.resiü : 

tado una expoeioión de duración relativamente oorta del articulo. 67 á-J 

la temperatura de soldadura elevada. Cuando si articulo 67 es ¿na pía 

oa de oircuito impreso que tiene oomponontes eíóótriooa montados para 

soldadura sobre la misma, esta oxposioión relativamente corta a las tem í 

peraturaB.de soldaduras elevadas evita el deterioro por oalór: de dicha r ? 

plaoa del circuito impreso y los oomponontes elóotrioos asociados con ; 

la misma que pudieran deteriorarse do otro modo ante una exposición '

más prolongada a dicha temperatura elevada. Con una capaoidiad
* < \*  *<" '  *. .  ^

ción de vapor adecuada del aparato ( y se comprenderá que el serpentín¡; 

calentador 52y y loe medios auxiliares de calentamiento oQmC'ppode.sér^. 

una placa o&liente, el se emplean, son del tamaño necesario ppra poderí,

!. '''

mantener el nivel del vapor esenoialmento primariocaliento Saturado j 

hasta aproximadamente al nivel de la linea imaginaria 60 ouándo el ch^í { '. 

jeto'67 M  introduce en dicho vapor eeenoialmenté :primáriv- pá̂ iántc.,-!. -i; 

saturado)', .los tiempos de soldadura pueden ser aproximadamente del or ; 

den de 5"y para las plaoas de oircuito impreso normales ligeras y ooni¿_.' . , 

penantes con una oapaoldad tármioa baja, hasta aproximadamanfa 4-0" on . .! 

placas de circuitos impreso normales de gran tamaño y componentes con; 

oapaoidad tármioa elevada, Los vapores primarios que se oondensan so__" 

bre el objeto 67 desaguaran hasta la masa de liquido en la parte infe "
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rior del recipiente 51* So verá, que el liquide primario dé tranefaren^ 

oia tármica se destila continuamente, oye no permanecen contaminantac  ̂

volátiles en la masa de liquido en la parte inferior del.recipiente 

51; y que los vapores primarios que so condensan'sobre el objeto 67 

están relativamente limpios. R1 -vapor primario oaliénté saturado al

ser antioxidante; puede eliminar en algunas cirounatanoias la nooeei 

dad de emplear fundente, en el objeto 67. Después ido el. material de 

soldadura so ha fundido o refluido, se saca oí objeto 67 a travos de . 

lo^masa do la capa de vapor secundario que protege n la mása dé vapor 

primario, del recipiente 51 y se enfria a la temperatura.dél ambien_ 

te. . * . '

Aunqüe la operaoi&n descrita anteriormente con rolacián. a laFig. 

5,se basa én la soldadura blanda de un objeto 67, sé

oe puedo , introducir una partida de ob jetos. 67 á l& ven-:6n ^  Tacipién!

te 51 para soldadura simultánea. ' ' * ..Lí-i -' " ' . '* .ü

Sa un ejemplo esp.ecífioo en que el objeto 6? es ísta'.^áca de ,oir¡ 

cuito impreso donde.se han de soldar oomponentee eléctricos obnsneí': 

da. qñé.funde a 182, 2tC, el liquido de tranafepenciá.íáMÍoa prima - - 

rio se elige oonveñientemente del grupo de líquidos cpnpcidds ganA ' 

ricamente oomo fluoearburos; oomo es el polie^íiwo^léñpi^I^orááo^, 

Dicho, liquido se pueda obtener de E.Ü. DaPbnt .de;*KMoyM/^{ÍÍy.;*cd^\: ^ 

la mároa registrada "FRB0NB5" y tiene las propie&addss Í^%K^'^ntSN..d^''. 
oritás anteriormente. -* . '

Un liquido secundario apropiado destinado a utilizarse-en.la fĉ i' 

ma descrita anteriormente con "FRU0NM5" o 'do'.

transferencia tármi'ca [.primario, se elige convéniéntementé'^del grupo / 

de líquidos conocidos generalmente oomohidroearburoe o.légenadqs como

es el triolorotrifluorotano. Dioho l&nuido se obtiené.;de;Hi¿^.'.1)uPqnt i 

de Nemours & Co, con ia maroa registrada de "FRBOU W '  y;tiene' las i 

propiedades importantes siguiontes, temperatura de.ybülliói^n a pré '
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sión atmosférica —  47y6"C, resistividad eléctrica —  superior a 2 x

10 ohmios cm., constante dieléctrica —  2,41, calor latente de aya

poraoión —  147yl julioa/gramo, densidad del Vnpor satúralo al punto
3de ebullición y a presión atmosférica —  0,007 gramos/em-, éstabili^ 

dad química virtual, toxicidad muy baja incombustibilidad.

El aparato ilustrado en la Fig. 5 be hizd funcionar;'con éxito ! 

empleando "FRB0!M5" como liquido primario y "M^N*t^**oów¡p' 'liquido ̂ 

secundario, constituyendo el "FRüOM TF" el %  nn volumen de la mézala; 

do los dos liquidas* El' juego primario de serpentines ehfr%4dóres ?e r 

biso funcionar aproximadamente a 26,7*C y el juego secundario;de

''I r*pentlnes enfriadores a aproximadamente 4,4"C.

Se comprenderá que la modalidad de la Fig. $ puede útil i z a r s e , , 

sin modifioaoión para efeotuw fusión de suleda sobro una. plaoa* %  ' 

placa con la oapa de suelda que se ha de fundir, ea*id& '.de'

'.'i:'

/i..

simplemente se lntroduoé a través de la oapa de vappr sáctá^^.-'én^; 

el va^or primario caliente saturado y se nántins; hasta. qwe\ .aa-;c^i^\^'

ta ^or condensación de vapor primario, fundiéndose la oa^a, da'máte
__ _ ____ ____ ______ ' ^ f  ̂rial de soldadura a la ¡temperatura del vapor primario. Después,: la '* 

plaoa con la suelda fundida sobro la misma se 'saetrad * *i 

rio a través de la capa de vapor secundario a la atmósfera:y se dSj^ b 

enfriar a la temperatura del ambiente. * . , '

' ^ ̂ --

? !-
Se comprenderá ademós que la modalidad do lá Fig. $ se puede: utl.l 

lizar, sin otra modificación que la de elegir líquidos apropiados prl¡ 

mario y secundario, para soldadura fuerte, eligiéndose el liquido pri 

mario oon un punto de ebullición a presión atmosférica por lo menos 

igual, y preferiblemente superior, a la temperatura dé soldadura fuer 

te. Las piezas qva se han de soldar ae introducen a través de la oapa 

do vapor secundario en el vapor primario caliente saturado y Se mantió 

nen hasta que se calientan por condensación sobre las mismas de vapor 

primario, produciéndose entóneos la soldadura fuerte. Después, loa ob

i','-

3^

. 1'
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jetos soldados se extraen del vapor primario a travás déla capa de va 

por secundario sacándolos a la atmosfera donde se deja enfriar a le 

temperatura ambiente.

En la modalidad de la Fig. 6, el recipiente 18 esta provisto do ,

Conductos de entrada y salida 19 y 20 en sus extremos apropiados, los 

juegos primarios de serpentines enfriadores 21 y 22 estdh provistos 

en los cónduotos 19 y 2Ó, respectivamente, ségdn se ilustra^ y  rcoiben 

medio refrigerante circulatorio desde una fuente no ilustrada. Tam 

b U n  se utilizan juegos secundarios de serpentines ¡enfriadores 23 y 24 

en los oonductos 19 y 20, respectivamente sog&n sé ilustra,* r¿oibian_ 

do también medio refrigerante desde una fuente no ilustrada, y so ha 

oen fuhoionar a una temperatura por debajo do la do loe juegos primas- ' 

ríos de serpentines enfriadores 21 y 22. MI dispositivo ̂ transportador .'. *: 

25) destinado a transportar objetos 26 que se han de soldar con.sóida 

dura blanda, fusionar o con soldadura fuerte, so extiende á traV$s déí * ; 

juego ..secundario .^serpentines enfriadores 23 jr-iel juagc'-;^á¡ts^.',dér_? ^ 

serpentinos enfriadores 21 en el oonduoto de entrada 1-9 'ál^mt^riúr '" 

del repiplente 18 saliendo a trw&a del juego primario dq. ser^ontinésf: - ' 

enfriadores 22 y el juego secundario de serpentines ,égfi^&résí.'.24'' f  ̂*, 

el conducto do salida 20. Se utilizan medios de transmisión;,--.l&b-'ií̂ ¿' 

trados, para mover continuamente el dispositivo-.'trans^r^tú^b^2$.* iñj'

. trodupiehdólo y áaoandolo del recipiente 18 en la direoo^^-^<^caá{í- '' 

¡por las flachas, y se utilizanmedios oULsioos de gui'a,'^nn.'-Ü^traÁony*. 

para guiar al dispositivo transportador 25'sn al trayecto deseado. ; '

Un el recipiente 18, por debajo do nps juegos primario!! do sor^ 

pentines enfriadores 21 y 22, se montan cubetas primarios anularos 

27 y 28, raspeotivamantc destinadas a recibir el ooadenssdO que desar .... 

gSa de los juegos primarios de serpentines^enfriadores 2Í*y ,22 y para 

désoargar dicho oondendado en conducciones 29 y 30 previstas de*; y&lvu . . 

las, rospectivaménte, en oomunicaol&n con la parte inferior del reci

.'í *'* /!""
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piante 18.

^Alrededor dalas periferias interiores de los conductos de-entra 

da y salida 19 y 20, por debajo dalos juegos secundarios de serpehti 

nos enfriadores 23 y 24, se montan oubntas secundarias 31 y 32, res - 

peotivsmente, destinadas a reoibir ol condenando que dos.'.g&a de  di - 

ohos juegos secundarios de aarpontines enfriadores 23 y 24 y para 

desonrgar dioho oondensado en conducciones 33 y 34 provistas -le val. . 

vula que Beoomunican, roapootivamenta, con las oubotas primarias 3l 

y 28.

Para poner en pr&ctioa la modalidad déla Fig. 6, una mesóla de 

líquidos primario y secundario, Regidos según los criterios y conyo^. 

niegoias ennumerados anteriormente oon relaoi&n a la modalidad dé la ' 

Fig. 5, se introdaoe en el recipiente 18 hasta el nivel indicado;de\ 

un modo general por <& ¡número 35  ̂y se pone y mantiene a ebullición ¡ 

por medio de los serpentines calentadores 2. f)e esta manera se esta 

bleoe una masa de vapor esencialmente primario'snturodd caliente en ¡ 

el reoipiente 18 hasta un nivel representado esquemAticamento por la 

línea imaginaria 36 que se extiende a treú&s de los juegos primarios 

de serpentines enfriadores 21 y 22, se establece una mezclado vapoi 

res primario y seoundario on SOL reoipiente 18* a !partir* .del de¿-p

la línea imaginaria 36 hasta un nivel representado esquemdtiojamente"-!: 

por la línea imaginaria 37y y sopoatableoe úna masa protectera. de 

por esencialmente secundario en el reoipiente 18 a partir dél nivel'.
' , . í

de la línea imaginaria 37 hasta un nivel representado ^squom&ticamea 

te por la linea imaginaria 38 que se extiende á trav&n délos juegos 

secundarios de serpentines enfriadores 23 y 24. Los juegos primarios ; 

de serpentines enfriadores 21 y 22 se mantienen a úna temperatura 

por debajo de la temperatura de condonanci&n del vapor primario (v.g. 

por debajo del punto de ebullloi&n del líquido primario) ios; juegos-; '-
- ' *' - . *\ ' ' 'i

secundarios de serpentines enfriadores 23 y 24 so mantienen.a una,

. 4

/- -
..

? * .-

 ̂1
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temperatura por debajo de la temperatura de condensación del vapor. 

seoundario (v.g., por debajo del puiito de ebullición del liquidó se_ 

cundario). El condensado que desagBa da las superficies' de los jue_ 

gos primarios de serpentines enfriadores 21 y 22, esencialmente -li^ 

qúido primario, se recoge on cubetas primarias, ?7 y 28 y sé deyúolVR = = 

a travás do conducciones 29 y 30, respectivamente,a la parte inferior ' 

del rocipiente 18, por encima del nivel del líquido 35*̂ '!.eonAen<3ad.o 

que desagCa<do las superficies de loa juegos secundarios dé serpentín 

ues enfriadores 23 y 24, ecencialmonto líquidos secundarios se reoo__ 

geen cubetas secundarias 31 y 32 y so devuelvo a .travos dé qonduccib_ 

nes 33 y 34, respectivamente, acubotas primaria 27 y 28 dónde ;se vue^ : 

ve a ponor en ebullición y so vuelvo a evaporar y, sé devuelve.como vá 

por oeoundario a las partos superiores de los conductos dé -entrada y* ' 

salida 19 y 20^ respectivamente. La nueve ebullioión se produce.-porKji 

que el condensado do líquido primario procedente de los juegos prima^ 

ríos do sorpontinos enfriadores 21 y..22 ostó a una temperáts&ar Bupej_ * r j 

rior al punto do ebullioión del líquido seoundario. . ^ f .

Los' objetos y 26, a la temperatura del ambiente), sé óoidpáu. ao^ . 

bra ol dispositivo transportador 25, que se muéva en ,1a dirección in̂ _ 

dioada por las fleohas. Los objetos 26 se introducen por lo^ahtó, a.f - 

travos de la capá protectora o masa de vapor seonndafío én el .iMndUb_^ \ ; 

to de entrada 19 al interior del vapor primario, sattbradó é^ipnte éa y '

el reolpienta 18, y se calienta por condensación sobre lo? jmdájáos de . 

vapor primario a una temperatura próxima 0. igual- al i '

oión del líquido primario, después de lo cual se produoe Ia\BcÍdádu¡_ 

ra blanda por fusión o soldadura fuerte, y despuSs dé esta operaoión 

los objetos 26 sé saqan del reoipiente 18 desde lá masa dé vapor. prî  

mario Saturado caliento.' a travós de la masa protectora do ̂ ápor-seoúnr 

dorio á la atmósfera.donde se enfrían a la temperatura def ambiénte. * ; 

La velooidad del dispositivo transportador 25 se elige do forma qué

* 0 ^
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el "tiempo de permanencia, do los articulos 26 on ol recipionts 18 sea. 

suficiente para permitir que tenga lugar la operaoíón deseada de sol * 

dadura blanda, por fusi&n o soldadura fuerte. Las masas protectoras 

de vapor secundario en los oonductos de entrada y salida 1$ y 20 re 

ducen, o eliminan prácticamente, cualquier párdida do vapor pimario. 

a la atmBsfera. LAgioamente, puedo producirse alguna p&rdida de va _̂ \ ! 

por seoundario a la atmosfera a traváa de lo ?¡ona interfacial do vá - 

por secundario y aire. Cuando el liquido secundario es mucho m&s caro ' 

que el liquido primario, aeg&n se ha oxplidado anteriormente, las p&r , 

didas de vapor seoundario no supondrán un porjutsio notable para la 

eoonomia de la operaci&n y, verdaderamente, puede que no ejerzan afeo : 

to perjudicial notable sobro esta economlp. Para compensar las p5rd¿. í 

das de vapor seoundario a la atmosfera, un dep&sito da compensaci&n 

39, que oontieno un abastecimiento de liquido 40 seoundario de oom¿_ i  ̂

pensaoi3n, se ooneota a travts del ooleotor 41 y las lineas 42 y: 43 

a las oubetas primarias 27 y 28. El liquido secundario de.compensa^ 

ci&n alimentado a las cubetas primarias 27 y 28 hierve en las mismas; 

por la aooi&n del oondenoado liquido primario. MI colector 41.estÁ 

provisto douna vMvula 44 para regular el flujo do liquido seounda_ ? 

rio de oompeneaoiAn a las oubetas primarias 27 y 28. La vAlvula 44 :

puede sor una v&vuia de regulaoi&n que funcione do una manera cdno_^ ¡ 

oida para los expertos en la materia mediante sensores que detectad í 

una oaida en la altura de la parte superior de la masa de vapor seóu& 

darlo o. mediante sensores que detectan cambios en la oonoeátraoí&n 

de vapor sooundarlo on la partesuperior del recipiente 18. .

Si la mezcla del liquido en el reoipionto 18 consiste eñ "F3l'!0N ; ; 

fi!5" como liquido primario y "PREON TF" como liquido secundario ( ñor;" ' 

malmente un 5% en voleen de le mezola de liquid.es consistir& en *' 

"FRHOW TBt), entonóse los juegos primarios do serpentinos enfriado^, 

res 21 y 22 se mantendrán oonvenientemonto a una temperatura do 26,7"C=

''h'
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aproximadamonhe, y loo juegos secundarios 4,4^0. 1

La modalidad de la Fig. 6 es particularmente iddnoo pára.opera.^ 

oiones de soldadura blanda refluida, rápidas, en oadena sobre una ca ¡ 

dona en continuo movimiento de placas de circuito impresa o similar.

. re s . - - .' .. .

La modalidad déla F ig . 7 , quo es particularmente idAnea .para opo_ 

raciones de soldadtüra blanda por ondas en cadena sobre una lin ca  e n : 

continuo movimiento de fla c a s  de c ircu ito  impreso o sim ila r, es sema, 

jante a la  de la  P ig. 6, con la  adiciAn de una pared o rebosadero ¿5 

que lim ita  a una onda o manantial de suelda generada do una fprma nor- 

mal según se indios esquemA-tieamonte. Se desoribén ejemplos de ondas: 

o manantiales .de suelda en la  patente EB.UU.¡ y.536^243 (1970^ de Hij__ 

ggins, patente EB.UU. 3,612,388 (1971) de Hegoner y  .pátente l^i.UU. 3. 

726,465 (1973) do Boynton. Se oomprenderA que en una onda b manantial, 

de suelda, la  onda 46 de suelda fundida se proyecta en sentido a s e e n '  

dente m&s all&  de^la estructura adyacente .según se indios bbq.uemdtij i; 

'camoute en la  Fig., 7* .'

)<¡n la pr&otiqa-dela modalided de la Fig. 7, úna onda %á-.'da!*suel, 

da fundida al punto Se est&bloóA y  mantiene preferiblemente a úna 

temperatura superior al punto de ebullici&n del liquido primario nue, 

a su ves, es preferiblemente superior al punto da fúsiAn:del matériaí 

de soldadura empleando en la operaciAn, B1 dispositivo .tránspórtádor í/

25 se muevo en la dirocoi&n indioada por las flechas y los-'j objetos.26  ̂

que se han de soldar por ondas se colocan sobre él mismo.. Cada objeto¡

26 penetra on el recipiente 18 a travAs del cohdúoto de entrada'1 9 '  ̂

a la temperatura del ambiente, pasando a trav&s de la oapa. o masa ', 

protectora dol vapor secundario al interior del vapor secundario:al 

interior del vapor primario saturado oaliente, y.sntoncés &e:preca_. 

lienta por el oalor latente de evaporaoion dél cápor primario.que se 

oondensa a una temperatuy superior al punto de fuaiAn de la suelda
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empleada en osta operación. Piste precalontamiento haoo que cualquier 

capa de suelda sobre el objeto 26 se funda para ofeotuar la fusi&n 

del materirl de soldadura doseablo. H1 objeto precalentado 26 pano_ 

tra entonces en la onda 46 de suelda fundida y se suelda pof la. misma* 

Se observará que la onda o manantial do suelda 46 se emplea para dar 

al objeto 26 material de soldadura fundido y no calor, cón lo oual s¿ 

pueden controlar.mejor el proceso, porque las operaoiones.de calentad 

miento y soldadura son operaciones separadas. Deapu&s que el objeto ; 

2.6 ealte de la onda 46 y se encuentra todavía dentro de la masa de . 

vapor primarlo saturado caliente, la suelda Sobre el mismo, incluyen 

do la abastéoida por la onda de suelda o manantial 46, permanece fuá 

dida y por lo tanto puede fluir debido a la influencia déla-tensión ' 

superficial reduciendo al mínimo de este modo los defectos de soldad 

dura* El objoto 26 ae aaoa del recipiente 18 separandolo do: lamáaa; ' 

de vapor primario saturado oaliente a travos de la capa ipwtóctora q . 

masa do vapor secundario en el oonduoto de salida 20 a Ir. atmósfera.¡, ' 

despule do lo cual se enfria a la temperatura del ambientó'^^íá^^.' 

doce y solidificándose las soldadura sobre el articulo.

Como Variante, el liquido primario podría elegirse cón w  pw tq j 

de bullici&n inferior al punto de ebullloión de la suelda empleada * : 

en la operaoidn. En la practica Ae la modalidad dé la Fi'g* 7 con di_ 

oho liquido primario, el objeto 26 se prooalohtárlá por cóndénsaqi&nj 

do vapor primario y despu&s se oalentarla m&s a la temperatura. deso¿/ 

da por ]# onda Ae suelda 46 on la que tiene lugar la soldád#ra por'; ' ! 
onda. . " - ' ;'.J -

80 veri on las Figo. 5-7, que las operaciones descritas cereá^ ; 

lisan, en las modalidades preferidas on sistemas abiertos a la-¡atmósj 

fora y que no existo cono intorfaoial entre la masa de vapor primario, 

oaliente, saturado y la atmosfera debido a lp. capa protectora de ^ 

por séoundario quo flota sobro ol vapor primario caliente saturado -
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manteniendo una relación de interposición entre dicho vapor primerio 

y la atmósfera, por lo que las pórdidaa de vapor primario a la atmós­

fera se reducen o se eliminan prácticamente.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, aaí 

como la manera de realizaras en la práctica, debe hacerse constar que 

las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modifica­

ciones de detalle en cuanto no alteren eu principio fundamental.

REIVINDICACIONES

- 1.- Procedimiento para realizar una operación de soldadu- j 

ra sobre un objeto, del tipo en al que el objeto se calienta a una tem-¡ 

paratura de soldadura apropiada, caracterizado porque se establece una 

masa de vapor primario condensable a una temperatura superior a la tsm 

peratura del ambiente, se hace pasar el objeto introduciéndolo en la 

masa de vapor primario, sobre el objeto, para calentar de este modo el 

objeto a la temperatura de soldadura por transferencia del calor de 

evaporación del vapor primario eondensado al objeto.

2. - Procedimiento aegtln la reivindicación 1, caracterizado 

porque se hierve continuamente un líquido primario de transferencia 

tírmica que tiene un punto de ebullición igual a la temperatura de st3l 

dadura y por lo menos igual al punto de fusión del material, generando 

de este modo una masa saturada del vapor primario del líquido de trans­

ferencia tórmiea a la temperatura de soldadura.

3. - Procedimiento eegón la reivindicación 1, caracterizado 

porque te operación da soldadura fuerte el punto de ebullición del lí­

quido de transferencia tórmiea primaria es pe lo menos igual al punto 

de fusión del material de soldadura fuerte.

4. - Procedimiento aegón cualquiera de las reivindicaciones}
!

anteriores, caracterizado porque el vapor saturado es químicamente iner¡ 

te. j

5. - Procedimiento aegtln cualquiera de la a reivindicaciones! 

anterioras, caracterizado porque cuando se utiliza para aoldar una pie-!
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ea de circuito impreso transferencia tórmica primario no aa elóctricamejn 

te conductor.

6. - Procedimiento según cualquiera de laa reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque la masa del vapor primario saturado ae 

superpone al líquido de transferencia tórmica primario y es mús densa 

que el aire a la temperatura del ambiente y a presión atmóaferica.

7. - Procedimiento según cualquiera de laa reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque se establece la masa de vapor primario 

saturado a una altura predeterminada por encima del líquido de transfe­

rencia túrmiea primario se aplica un medio refrigerante a la masa del 

vapor primario saturado a la altura predeterminada para condensar vapor 

saturado a dicha altura predeterminada y para evitar prácticamente que 

el vapor saturado se eleve por encima de la altura predeterminada se 

introduce el objeto en la masa de vapor primario saturado por debajo de 

la altura predeterminada, y ae condensa vapor saturado directamente so­

bre el objeto en contacto con el mismo.

8. - Procedimiento según la reivindicación 7, caracteriza­

do porque se devuelve al líquido de transferencia tórmiea primario los 

vaporas primarios condanaadoa.

9. - Procedimiento según cualquiera de las reivindicacio­

nes anteriores, caracterizado porque cuando se suelda por ondas un ob­

jeto ae genera una onda que se extiende en la parte inferior de la ma­

sa de vapor primario, y se hace paaar el artículo a travós de la onda 

soldadora.

10. - Procedimiento según cualquiera de las reivindicacio­

nes anteriores, caracterizado porque una masa de vapor secundario se 

interpone entre la masa del vapor primario condensable y la atmósfera 

para aislar la masa de vapor primario de la atmósfera, siendo la den­

sidad de la masa del vapor secundario intermedia entre la densidad de 

la masa de vapor primario y la atmósfera.
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11.- Procedimiento ssgdn la reivindicación 10, caractari-i 

zado porque se mantiene en rslacidn interpuesta entre la nasa de vapor ¡ 

primario y la atmósfera la masa del vapor secundario, evitando dicha maj

sa da vapor secundario que sa forme una zona interfacial entre la masa }
!

de vapor primario saturado y la atmosfera con lo que ae evitan prácti­

camente las perdidas da vapor primario a la atmósfera; y se transporta 

el articulo desde la atmósfera a travÓs de la masa de vapor secundario 

al interior de la masa de vapor primario.

- 12.- Procedimiento eagdn las reivindicaciones 10 u 11,

caracterizado porque la masa del vapor secundario flota sobre la masa 

del vapor primarlo.
¡

13. - Procedimiento segón la reivindicación 11, carácter^ i 

zado porque se aplica un medio refrigerante secundario a la masa de ya 

por secundario a una segunda altura predeterminada sobre la primera 

altura predeterminada, para condensar vapor secundario en la segunda 

altura predeterminada y para restringir el vapor secundario de forma 

que no suba por encima de la segunda altura predeterminada; se trans­

porta el objeto desde la atmósfera a través de la masa de vapor secun­

dario al interior de la masa de vapor primario por debajo de la primera 

altura predeterminada.

14. - Procedimiento según la reivindicación 13, caracte­

rizado porque la temperatuda de eondenaaclón del vapor secundario es 

menos que la temperatura del medio refrigerante primario, y el vapor 

secundario condaneado se pone en contacto con el vapor primario condejn 

eado produciéndose nueva ebullición y nueva evaporación del vapor con ! 

pensado. !

15. - Procedimiento para realizar una operación de soldaduj 

ra sobre un objeto, tal y como queda sustancialmente deaerito en la pre! 

santa Memoria e ilustrado an los dibujos adjuntos;

Esta Memoria consta de 32 hojas escritas a máquina por
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una aola eara.

Hwdrift, ^
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